Cipova sada - chipset

Cipova sada (chipset) je hlavni logicky integrovany obvod zakladni desky. Jeho tkolem je fidit
komunikaci mezi procesorem a ostatnimi zafizenimi. V obvodech &ipové sady jsou integrovany
fadice téchto zafizeni, které Fidi jejich €innost pomoci Fidicich signall, jez se prenaSeji po
sbérnici (vodivé propojeni). Obvody Cipové sady fidi ¢innost napf. operacni paméti, ¢innost a
komunikaci jednotlivych sbérnic, rozhrani, atd.

Cipova sada ma v maximalni mite podporovat vykon procesoru a daldich komponent pogitacge,
proto pro kazdy novy procesor vznika nova zakladni deska s novou €ipovou sadou. V soucasné
dobé prevaZzuji Cipové sady, které se déli na dva integrované obvody, tzv. severni (MCH) a jizni
(ICH) most.

Od cCipové sady se odviji také dalSi parametry zakladni desky. Je ur€ujicim faktorem, jakymi
technologiemi a rozhranimi bude finalni zakladni deska oplyvat, ovliviuje také stabilitu celého
systému.

1. Cipové sady s obvody severniho / jizniho mostu nazd  kladni desce

Cipova sada je rozdélena do dvou samostatnych &ipd, které jsou oba soudasti zakladni desky
pocitace:
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v" North Bridge (severni most) — V sou¢asné dobé je nazyvan obvodem MCH (Memory
Controller Hub, neboli rozbooval fadiCe paméti). ZajiStuje komunikaci mezi
procesorem, operacni paméti (obsahuje rfadi€¢ operacni paméti), grafickou sbérnici AGP
nebo PCI Express x16 a také zajiStuje spojeni s jiznim mostem (obvodem ICH). Nékteré
severni mosty obsahuji integrované grafické Cipy. Nazev Cipové sady byva odvozen od
nazvu tohoto Cipu. Sbérnice mezi procesorem a severnim mostem je FSB (Front Side
Bus) a je obousmérna. Sitka FSB je 64 bith (8 bajtl). Od zékladni frekvence této
sbérnice se odviji mimo jiné taktovaci frekvence procesoru, opera¢ni pameéti, atd.




U Cipovych sad této architektury pro procesory Intel nabyva zakladni pracovni frekvence
FSB predevsim téchto hodnot: 133, 200, 266, 333 a 400 MHz.

Ve  skuteCnosti dokaze FSB  béhem
1 hodinového taktu pfenést data 4x, nebot se
P3 P4 kanal pro zapis  data pfenaSeji jak s ndbé&znou, tak sestupnou

hranou hodinového impulsu a navic na misto
Pi...pfenoséislo1 | jednoho datového kandlu pouZiva procesor
P2.....pfenos &islo 2 . v , , , .
P3...prenos gislo 3 | dva — jeden pro Cteni a druhy pro zapis. Tato
Pd..prenostislod | technologie se nazyva QPB (Quad Pumped

Bus). Celkova frekvence FSB je s vyuZitim této

technologie:

P1 P2 kanal pro &teni

1 cyklus

4 x 133 MHz = 533 MHz
4 x 200 MHz = 800 MHz
4 x 266 MHz = 1066 MHz
4 x 333 MHz = 1333 MHz
4 x 400 MHz = 1600 MHz

Firma Intel zavedla pro vyjadfeni obecné pfenosové rychlosti jednotku [GT/s]
.Gigatransfers per second”, neboli ,poc¢et pfenosu za 1 sekundu*.

1 transfer = pfeneseni dat o velikosti Sitky sbérnice v bajtech.
V soucasnosti je max. pfenosova rychlost FSB sbérnice 1,6 GT/s. Pfepocteno na GB/s:
1,6 GT/s * 8 B = 12,8 GBJ/s (plati souhrnné pro oba sméry pfenosu dat)

Jedné-li se o viceprocesorovy systém, sdileji procesory tuto obousmérnou sbérnici pro
komunikaci se severnim mostem, coZ mize mit za nasledek sniZzeni pfenosové rychlosti
pro jednotlivé procesory. Zaroven tyto procesory nemohou komunikovat pfimo mezi
sebou (nejsou pomoci FSB pfimo propojeni).

v' South Bridge (jizni _most) - V soucasné dobé je nazyvan obvodem ICH
(Input/Output Controller Hub, neboli rozbo€ovag fadi€d vstupld a vystupu). Je pomalejsi
nez severni most, umoznuje pfipojeni perifernich zafizeni k zakladni desce. Obsahuje
fadiCe diskd (ATA, SATA, pripadné RAID), fadi¢ rozhrani USB, PS/2 a fidi komunikaci
na sbérnici PCI, PCI Express pro pfipojeni rozsifujicich karet, atd. Dale je k obvodu ICH
pfipojen zvukovy adaptér, pamétovy obvod obsahujici BIOS, integrovany sitovy adapteér,
atd. Obvod ICH neni pfimo propojen s procesorem, toto spojeni je realizovano pres
severni most.

Oba cipy jsou u této architektury propojeny speciélni sbérnici DMI (Direct Media Interface) o
datové propustnosti 2 GB/s.



Pfiklad Cipové sady zaloZené na technologii MCH / ICH:
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Severni most: 82975X MCH (Memory Controller Hub)

Jizni most: ICH7, popfipadé ICH7R (podpora Fadic¢e diskd RAID)
Urceno pro socket LGA-775 (podpora dvoujadrovych Pentium EE)

FSB: 800/1066MHz

Podpora HyperThreading technologie, Dual core, EMT64

Pamétovy fadi¢: DDRII 667/533, dualni, ECC, kapacita paméti max. 8 GB
Shérnice: PCle x16 (konfigurace 2x 8 nebo 1x 16), 4-6x PCle x1, 6x PCI
Radi¢ diskd ATA: Ultra ATA/100

Radi¢ disk Serial ATA: 4x SATA Il (3 Gbls)

Radi¢ disk(l RAID: RAID 0, 1, 10, 5 (pouze ICH7R)

Audio: 8 kanalovy zvuk (Intel High Definition Audio)

Rozhrani USB 2.0: 8 port(

Rozhrani FireWire: neni podporovan




2. Cipové sady s integrovanym  Fadiéem pam éti v procesoru

Pro severni most se pouziva nové oznaceni IOH (Input/Output Hub), pro jizni most se pouziva
klasické oznadeni ICH (I/O Controller Hub). Radi¢ operaéni paméti jiz neni integrovan
v severnim mostu (IOH) na z&kladni desce, ale je pfimo soucasti struktury procesoru. Obvod
IOH tedy obsahuje PCI Express x16 2.0 fadi¢ grafické sbérnice, ktery s procesorem komunikuje
pres sbérnici QPI (ndhrada procesorové sbérnice FSB).

K IOH je pomoci pomalejSi sbérnice DMI s datovou propustnosti 2 GB/s pfipojen obvod ICH
(jizni most), ktery obsluhuje fadiCe diski (SATA, eSATA, RAID), fadi¢ USB rozhrani, fadi¢
sbérnice PCE Express pro rozsitujici karty, sitové adaptéry, zvukovy adaptér, atd.
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Vyhody/nevyhody integrace pamétového fadice uvnitf procesoru:

1. Radi¢ operaéni paméti umist&ny pfimo v procesoru je od vypodetni asti vzdalen v

fadu milimetrd, nikoliv centimetrd, jak je tomu u pfedchozi architektury Cipové sady.

MensSi vzdalenost znamena mensi zpozdéni, mozné vysSi rychlosti (vysSi taktovaci
kmitoCet pamétové sbérnice) a vétSi odolnost proti chybam pfi pfenosu dat.

Radi¢ pracuje na vy3si frekvenci. Je vyrabén stejnou technologii jako procesor. S
rychlosti procesoru roste i rychlost fadice.

ZlepSuje se kompatibilita s paméti a tim i spolehlivost, protoZe nezavisle na pouzité
Cipové sadé na zakladni desce zlstava rfadi¢ paméti stejny pro dany procesor.

4. Casto pomérné energeticky naroény fadi¢ paméti je chlazen spole¢né s procesorem.



5. U viceprocesorovych systému (pfedevSim servery), ma kazdy procesor vlastni
pameétovy prostor (viz obrazek nize), coz nebrzdi komunikaci procesort s operacni
paméti, jako je tomu v pfipadé pouZiti spole¢né obousmérné procesorové sbérnice
FSB u starSich €ipovych sad.

6. Nevyhodou je zvySeni tepla vyzarfeného procesorem (vysSi ztratovy vykon TDP [W]).

Procesorova sbérnice OPI

Procesor s €ipovou sadou komunikuje pomoci rychlé sbérnice QPI (QuickPath Interconnect).
QPI v3ak zajistuje nejen komunikaci procesoru s ¢ipovou sadou (nahrada stavajici sbérnice
FSB), ale u viceprocesorovych systémd umoznuje vzajemnou pfimou komunikaci jednotlivych
procesorl (napf. serverové procesory Xeon).

QPI sbérnice se sklada ze dvou 20 bitovych spoju (full duplex), to znamena 20 bitd pro pfichozi
komunikaci a 20 bitt pro odchozi. Z téchto 20 bita je jich 16 uréeno pro prenos dat a 4 zbyvaijici
pro fizeni provozu a detekci chyb. Datova propustnost sbérnice vjednom sméru je v
soucasnosti dle specifikaci Intelu 4,8 GT/s, u rychlejSich modelt (napf. feSeni pro servery) 6,4
GTl/s.

6,4 GT/s * 2 B = 12,8 GB/s (pfenosova rychlost v jednom sméru). Celkové tedy 25,6 GB/s pro
jeden QPI spo;j.

NejrychlejSi verze sbérnice FSB, pracujici na frekvenci 1600 MHz, mé& teoreticky také
12,8 GB/s, jenze v obou smérech dohromady. Po této sbérnici se navic pfenaseji data jak z/do
operacni paméti, tak k periferiim. U viceprocesorovych systému navic jednotlivé procesory sdili
sbérnici FSB pfi vzdjemné komunikaci:

_—

- ,
I I

- i ﬂ ;-
| N d




U QPI sbérnice je celkova kapacita (propustnost) sbérnice k dispozici pouze pro periferie —
operacni paméti jsou Fizeny fadiCem integrovanym v procesoru, nezatézuji tedy spoj QPI.
Navic, spoj QPI je jeden z prvkl stavebnice a tak mUze navrhar pouzit jeden, ale také vice
téchto spoji pro vzajemnou pfimou komunikaci procesord a komunikaci s Cipovou sadou
(obvod IOH). Na obrazku je patrné propojeni jednotlivych ¢asti u dvouprocesorového systému:

Cho
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Jelikoz i obvod IOH obsahuje dvé QPI rozhrani, mize budto komunikovat se dvéma procesory
soucasné, nebo na zakladni desce mohou byt osazeny dva obvody IOH, jenzZ spolu komunikuji
prostfednictvim jednoho z QPI spojl. Kazdy ze dvou IOH pak komunikuje s jednim procesorem
(a tyto dva procesory zase spolu skrze QPI). Takova konfigurace se hodi prfedevsim do
vykonnych pracovnich stanic, zejména takovych, které je z divodu pozadavku na vysoky vykon
v grafickych aplikacich potfeba osadit vétSim mnozstvim grafickych karet.
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Jsou-li na zakladni desce osazeny 2 obvody IOH, jizni most (ICH) se pfipojuje pouze k jednomu
z nich. Pfipojuje se pomoci ESI (Enterprise Southbridge Interface), cozZ je v podstaté jen DMI
sbérnice pfes PCI Express x4.



3. Cipové sady s pln & integrovanym severnim mostem v procesoru

Nové, vykonné vicejadrové procesory architektury Nehalem, Sandy Bridge a novéjSi maji ve
své strukture integrovan cely severni most (IOH), tedy nejen fadi¢ operacni paméti (DDR3), ale
take Fadic¢ grafické sbérnice PCI Express x16 ver.2.0.
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Zakladni deska je pak osazena pouze jednim obvodem Cc&ipové sady, oznacovanym jako
PCH (PCH = Platform Controller Hub). Tento Cip je s procesorem spojen shérnici DMI (Direct
Media Interface), neboli sbérnici, kterou byva u predchozich verzi ¢ipovych sad spojen severni
a jizni most. Obvod PCH vykonavéa v podstaté funkci jizniho mostu. Procesor pak zastava
veSkerou funkci severniho mostu — komunikaci s grafickou kartou pres sbérnici PCI Express
2.0, komunikaci s opera¢ni paméti a komunikaci s obvodem PCH.
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V souCasné sobé se vyvojafi Cipovych sad a procesord snazi o plnou integraci obvodu
severniho mostu pfimo do struktury procesoru (obvody procesoru a severniho mostu jsou
soucasti jednoho polovodi¢ového Cipu), véetné integrace grafického procesoru (GPU).



